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摘要(译)

一种获得聚合物电致发光材料成膜条件的方法，涉及电致发光器件技术
领域；所要解决的是较快确定所需成膜条件的技术问题；该方法的步骤
包括：1)采用正交设计方法，以包括溶剂种类、溶液浓度、旋涂初始加
速度、旋涂速率、旋涂时间影响聚合物电致发光材料成膜的参数为正交
因素；2)取所述参数各不同取值为各因素水平，连同所考察的薄膜形貌
参数，填入正交矩阵表；3)根据正交理论中的直观分析法，分析计算所
述参数对响应值(薄膜形貌参数)的影响程度，能得到因素之间的重要性次
序；4)根据这个重要性次序设置成膜参数，对各成膜条件进行适当改
变，能较快得到所需的聚合物材料薄膜。本发明具有能较快确定所需成
膜条件，节省时间，节约成本的特点。
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